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第一章 前言 

在學校時，對科目就是大概懂理論方面，不時擔心之後就業會如何，可能會不知所

措，那希望能在大三升大四的暑假，去業界的工廠做一些更能接觸實作方面的實習，

了解未來的就業方向跟業界接軌，和對未來的工作做進一步了解。 

在三四月左右接到系上通知各班，ooo有實習機會，那在面試前我也自己對有可能會面

試到的題目，做了一些簡單的答案，但主要也是希望藉由實習，來更清楚的了解這些

問題的答案。 

 

(1)IE 到底是在做什麼？ 

我只想得出以主要的幾個科目，像是生管、品管、作業研究等幾個比較膚淺的答案。

目標?提升工廠的產能，那要如何改善?真的能用學校教到的幾個手法就做到改善? 

等等的幾個問題，希望能藉由學習過程去了解和認識。 

 

(2)為什麼選擇 IE？ 

這個問題，在生產線上我們要對瓶頸站作分析，將每一個步驟做分解了解可能會造成

延遲的原因，在測量之後要將數據做分析主要的延遲原因，我想這不是容易的，有可

能是人的原因也有可能是機台的原因，能將問題作分析跟改善對我而言是件很有成就

感的事情。 

 

(3)在實習階段提前了解到 IE 所需要的技能。 

以現在所學多少還是理論居多，那希望能在實習階段提前了解到未來就業的方向，是

否是適合 IE，或是藉由學習了解自己不足的地方，利用剩下的一年將自己補足不足的

地方。 

 

對於實習，希望能熟知 IE 所需要的一些基本手法，對觀測後的結果能有專業分析。 

也很開心能有機會面試錄取上 ooo，那也期許能在這裡學習到對問題做分析、提出改善

對策、實施改善等等，也藉由實習提前了解未來所需要的技能，和對事情處理的想

法、方法。 
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第二章 公司介紹 

2.1 產業地位 

本公司於 1984年成立 ooo半導體，本公司之創立係由歸國學人張虔生及張洪本等基於

工業報國之精神，並配合政府發展高科技政策，以現金及專門技術作價集資所創建，

所營事業為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售等。 

1989年在台灣證卷交易所上市，2000年美國上市；而其子公司福雷電子（ASE Test 

Limited）於 1996年在美國 NASDAQ 上市，1998年在台灣證券交易所上市。2008年 6

月，富比士公布張虔生財富淨值 12億美元，高居台灣第 20名。2010 年，ooo完成收

購環隆電氣，拓展從封裝測試到下游系統與模組組裝的事業版圖。2014年，ooo集團

榮獲富比世評選為亞洲企業五十強，亦是 2014年台灣唯一上榜之上市公司。2016年，

ooo為台灣唯一入選 CDP氣候變遷，並榮獲評鑑 A級評價 (The Climate A List 2016)。

同年，公平會通過 ooo收購矽品精密合併案，ooo成為全球第一大半導體封測廠。2018

年 4月 30日，ooo 與矽品以股份轉換方式設立 ooo投資控股股份有限公司。 

2.2 國際地位 

ooo半導體製造股份有限公司是全球半導體封裝與測試製造服務的領導廠商，持續發展

並提供客戶包括前段工程測試、晶圓針測以及後段之半導體封裝、基板設計製造、成

品測試的一元化服務。我們也透過環旭電子提供完善的電子製造整體解決方案。身為

全球領導廠商，ooo 以卓越技術、創新思維、與高階研發能力服務半導體市場。 

 

產值佔有率成長率(如表 0-1.佔有率) 

表 0-1.佔有率 

 產值 佔有率 成長率 

ooo半導體 237,708,937 19.2% 6.4% 

 

2.3 公司目標 

ooo不斷創新的思維，投注於半導體先進製程技術的研發，高素質的研發團隊持續發展

先進的技術與製程，滿足客戶對於強化產品功能與降低成本的需求。經過長期的研發

投資，ooo也獲得多項技術專利，更強化 ooo在高階封裝與生產製程方面的競爭力。我

們的技術研發始終領先其他競爭對手，例如銅製程 (Cu Wire bonding)、晶圓凸塊 

(Wafer Bumping)、銅柱凸塊 (Cu Pillar Bump)、覆晶(Flip Chip) 封裝 、晶圓級封裝 

(Wafer Level CSP)、堆疊封裝 (PoP)、系統級封裝 (System in Package, SiP)、感測器封

裝 (MEMS and Sensor Packaging) 、扇出型封裝解決方案 (Fan Out)、2.5D/3D IC 封

裝、綠色環保封裝以及 300mm 後段一元化技術方案，皆領先競爭對手進入量產。 
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ooo以創新和高品質的服務自豪，致力於提供尖端技術和解決方案，滿足客戶對於電

性，散熱，成本和交期的嚴格要求。我們將持續投資於最新的設備和最先進的設施，

使我們能真正成為客戶製造營運的延伸。 

2.4 公司沿革 

表 0-2.歷史沿革 

1984 年 創立 ooo半導體首座封裝廠在臺灣高雄正式開始營運 

1989 年 ooo半導體正式於臺灣證券交易所公開上市 

1990 年 收購福雷電子，建立 IC 測試事業版圖 

1991 年 於馬來西亞檳城設立半導體封裝和測試廠 

1996 年 成立日月宏科技股份有限公司，建立封裝材料之內供能力 

1998 年 子公司福雷電子正式於臺灣證券交易所掛牌買賣 

建立覆晶封裝及測試生產能力 

1999 年 透過福雷電子收購全美最大的獨立測試廠 ISE Labs 過半數

股權 併購摩托羅拉臺灣中壢廠及南韓 PAJU 廠 

2001 年 成立中壢智慧型工業園區 

完成 12 吋晶圓凸塊技術開發並正式提供生產製造 

2003 年 全年營收超越最大競爭對手，成為全球第一大 IC 封裝測

試公司 

2004 年 併購 NEC 日本山形縣的封裝測試廠 

大陸上海設立基板材料及 IC 模組生產據點 

2005 年 正式量產晶圓級晶片尺寸封裝 

2006 年 ooo材料事業部門分割並轉移至子公司 ooo電子 

ooo與力晶半導體成立日月鴻科技進軍記憶體封裝測試業

務 

2007 年 恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) 與 ooo 於中國蘇州合

資成立蘇州日月新半導體，提供低階封裝服務，如 QFN、

LFBGA、SO、TSSO 與手持式裝置應用的封裝產品 

2008 年 收購大陸山東威海「愛一和一電子公司」，成立 ooo威海

廠，提供低階封裝與分離式元件的生產製造 

2008 年 收購 EEMS Singapore Pte Ltd，強化新加坡子公司 (ASE 

Singapore ) 的半導體測試業務 

2009 年 銅製程正式進入量產 

2010 年 1 收購 EEMS Singapore Pte Ltd，強化新加坡子公司的半

導體測試業務。2 完成收購環隆電氣，拓展從封裝測試到
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下游系統與模組組裝的事業版圖。3ooo昆山廠 2010 年正

式營運，提供客戶包含傳統銲線、先進微間距技術產品和

系統組裝服務。 

2011 年 全球第一座榮獲 EEWH 鑽石級與 LEED 白金級雙認證的半

導體測試與封裝廠，ooo高雄 K12 廠正式運營 

2012 年 集團旗下 EMS 大廠環旭電子股份有限公司正式在上海 A

股股票上巿。韓國廠與坡州巿交河邑文發工業園區，簽署

引資備忘錄，持續發展通訊 IC 封裝測試產線。 

2013 年 取得無錫通芝微電子有限公司股權，強化 ooo在大陸半導

體封裝測試業務。 

2015 年 ooo與 TDK 於台灣高雄合資成立日月暘電子股份有限公

司，採用 SESUB®技術投入積體電路內埋式基板之生產製

造服務，10 月 ooo中水回收廠啟用。 

2016 年 ooo與矽品董事會於 6 月分別決議通過雙方簽訂「共同轉

換股份協議」，雙方合意共同籌組新設產業控股公司 

2018 年 ooo投資控股公司於 4 月 30 日正式掛牌上市 

ooo與矽品於 2 月 12 日分別召開股東臨時會，分別通過股

份轉換案，由新設之 ooo投資控股取得雙方 100%股份 

2020 年 中國大陸反壟斷法執法機構於 3 月 25 日解除 ooo與矽品

共組控股公司案之限制條件 

 

2.5 公司規模 

ooo集團全球總部位於高雄市楠梓區，並且於桃園市中壢區設立分公司全球營運據點涵

蓋臺灣、中國、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、墨西哥、美國及歐洲多個主要城市

(如圖 0-1.全球廠區分布圖、圖 0-2.全球業務辦公室)，公司基本資料(如表 0-3.公司獲利表)。 

 

表 0-3.公司獲利表 

公司名稱 ooo半導體製造股份有限公司 

資本額 87,373,066,640 元 (維基百科) 

年營業額 4300 億元 (維基百科) 

員工人數 65,000 (維基百科) 

 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82
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圖 0-1.全球廠區分布圖 

 

 

圖 0-2.全球業務辦公室 

公司組織架構 

ooo半導體製造股份有限公司 中壢分公司隸屬在 ooo集團之中(如圖 0-3.集團組織圖)，

這次實習的廠區為 Bumping 廠(如圖 0-4.bumping 廠組織圖)。 
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圖 0-3.集團組織圖 
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圖 0-4.bumping 廠組織圖 

2.6 聯外交通 

ooo半導體製造股份有限公司 中壢分公司位於桃園市中壢區中華路一段 550 號。

從內壢火車站走路 10 分鐘便可到達。 

 

圖 0-5. ooo 地理位置 

  



   
 

9 
 

第三章 產品/服務介紹 

3.1 產品種類 

公司所開發之產品用途在於日常生活的一般家電到航太科業零件之積體電路。運用之

廣已成今日電子產業界一項不或缺的產品，主要有四個大分類:覆晶封裝、球格陣列封

裝、導線架封裝、晶圓級封裝。由於這次的廠是 WLCSP 廠，主要以晶圓級封裝介紹

產品內容。 

 

晶圓級封裝 

aCSP/WLCSP(如圖 0-1.aCSP/WLCSP) 

為了服務 PDA 和手機內快速增長的市場,這種更小的晶元尺寸是必不可少的。aCSP™

是一個晶圓級 CSP 封裝,可以直接晶片連接到 PCB 板,沒有任何插電器。此外,aCSP™提

供從 Al 焊板到 PCB 板的最短電氣路徑,以提高電氣性能。 

 

圖 0-1.aCSP/WLCSP 

 

 

aWLP(如圖 0-2.aWLP) 

具有高於晶圓級封裝的 I/O。它是一種無基材解決方案,外形小,電氣和熱性能得到改

善。aWLP 是一種模壓風扇外晶圓級封裝,其成型化合物被包圍,非常適合空間受限的

通信設備。 

 
圖 0-2.aWLP 

 

WL IPD(如圖 0-3.WL IPD) 

ASE 晶圓級整合無源器件 (WL IPD) 是一種基於玻璃的晶圓級製程,專為當今最先進的
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射頻通訊解決方案而開發。它具有定製設計、高性能和小外形,與 QFN、BGA/LGA、

翻轉晶片封裝和 WLCSP 中的當前裝配工藝完全相容。AIC(IC 以上)流程也可用。 

 
圖 0-3.WL IPD 

 

WL MEMS 

微型機電系統 (MEMS) 由通用矽基板上的機械元件、感測器、執行器以及電氣和電子

設備組成。MEMS 中的感測器通過測量機械、熱、生物、化學、光學和磁性現象從環

境中收集資訊。晶圓級封裝和 TSV 技術是實現創新功能、更高性能和經濟高效的集

成的關鍵。 

Bumping/WLCSP 

晶圓碰撞是翻轉晶片或板級半導體封裝的必備材料。Bumping 是一種先進的晶圓級工

藝技術,在晶圓切成單個晶片之前,在晶圓上以整個晶圓形式形成由焊瓦構成的"凹凸"

或"球"。 

這些"凹凸",可以由晶圓上的晶圓上的晶圓,無鉛,高鉛材料,或 Cu 柱組成，將模具和基

板互連到一個單一的封裝的基本互連元件。這些凸起不僅提供了模具和基板之間的連

接路徑,而且在翻轉晶片封裝的電氣、機械和熱性能方面也發揮了重要作用。翻轉晶片

元件包傳統上用於高端利基應用。最近的技術發展已經採用這一工藝,以廣泛應用於當

今的消費電子產品應用。對於性能驅動型市場,翻轉晶片互連可減少信號傳播延遲,提

供更好的頻寬,並緩解電源和接地分配的限制。對於外形驅動型市場(如移動應用),用

翻轉晶元互連取代線粘,可減小封裝的大小和重量。 

 

3.2 服務介紹 

一元化服務(如圖 0-4.一元化服務) 

ooo集團以完善的產品線，提供矽晶整合 (silicon integration) 的解決方案，貫徹提供

客戶一元化 (turn-key) 服務的策略。 
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將前段測試、晶圓針測、封裝設計、基板設計與製造、封裝服務、成品測試與系統組

裝整合於單一供應鏈系統中，不但協助客戶有效縮短整體製造流程時間 (cycle time)，

更確保產品的高良率與高可靠度。 

同時客戶也降低與不同服務單位溝通的複雜度與產品運輸的風險，完全掌握產品的交

貨時間與製造品質。ooo集團一如客戶團隊之延伸，以最精簡的資源、最快速的服務，

力求完善，以期符合客戶之需求。 

 

圖 0-4.一元化服務 

IC 設計 

SiP-id 代表包內系統智慧設計。該解決方案包括增強的參考流,包括 Cadence 的 IC 

封裝和驗證工具，以及將晶圓、封裝和系統級設計的需求聚合到統一和自動化流程中

的新方法。為所有 ASE 客戶提供一套高效的工具，讓設計師可以自由試驗能夠超越

當前包裝限制的設計，可立即提供給符合條件的客戶。但專有庫和設計規則將受與 

ASE 的協定的約束。開發扇出(如基板上的扇出晶片、FOCoS)、面板扇外、嵌入式基

板、2.5D，還使設計工具更加使用者友好、最新、高效，對於 SiP 設計客戶可以參與

內部工程開始流程。 

 

圖 0-5.IC 設計 

 

測試 

在測試解決方案開發服務中,我們為客戶提供客製化測試解決方案,以在先進的測試設
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備上測試其半導體。還提供以下服務: 

對加工晶圓進行目視檢查和電氣測試,以確保它們符合客戶的規格。 

在邏輯、混合訊號、記憶體和射頻半導體的最終測試中,我們測試具有從單位數到數百

個線以及高達數千兆赫的元件的設備,這些元件來自主要國際製造商的測試設備。 

前端工程測試包含客製化軟體開發、電氣設計驗證以及可靠性和故障分析。  

晶圓探測是半導體封裝前進行的步驟，包括對待加工晶圓進行目視檢查以及電氣測試

是否有缺陷，用以確保符合客戶規格。  

最終測試係用以確保半導體封裝產品符合性能要求規格。最終測試包含使用複雜的測

試設備(稱為測試儀)以及定製軟體，針對半導體封裝產品的許多屬性(包括功能，速

度，預測耐久性和功耗)進行電性測試。 

 

封裝 

封裝是指將半導體裸晶片加工為成品半導體，提供晶片保護，電性連接以及散熱。ooo

主要封裝技術包含扇出型晶圓級封裝(FOWLP)、晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)、覆晶

封裝、2.5D/3D 封裝、系統級封裝(SiP) 以及銅打線製程。  

扇出型晶圓級封裝 FOWLP，實現超薄高密度封裝的封裝製程。由於市場對於輕薄短

小行動裝置的需求不斷增加，因此扇出型晶圓級封裝成為行業趨勢。 

晶圓級晶片尺寸封裝 WLCSP(如圖 0-6.WLCSP 封裝)，是市場上可實現最小封裝尺寸的技

術，用於日益增長的更小、更快便攜式消費產品。這種超薄封裝已整合於智慧型手機

等行動裝置。 
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圖 0-6.WLCSP 封裝 

覆晶封裝 flip chip(如圖 0-7.覆晶封裝)是一種晶片翻轉以凸塊（bump）接合至基板或導

線架的封裝製程。此市場趨勢主要由平板電腦、伺服器或智能電視等行動或無線設備

推動。  

 

圖 0-7.覆晶封裝 

2.5D 封裝(如圖 0-8.2.5D 封裝)是指將多個晶片安裝在矽中介層（silicon interposer）上彼

此連接，由於中介層上的互聯線密度可以遠高於傳統 PCB 上的互聯線密度，因此可以

實現高性能互聯。2.5D 封裝可在狹小的封裝空間內實現數十萬個互連。這種封裝技術

是用於高內存帶寬、網絡交換機、路由器元件等應用。 
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圖 0-8.2.5D 封裝 

系統級封裝 SiP(如圖 0-9.SiP 封裝)是指藉由 IC 封裝技術整合和小型化，具有系統或子系

統電子功能的封裝或模組。SiP 技術主要由穿戴式設備，行動裝置和物聯網（IoT）的

市場應用趨勢推動。  

 

圖 0-9.SiP 封裝 

銅打線製程使 IC 封裝在成本方面更具競爭力，在許多半導體和微電子應用中，銅還具

有優異的導熱性和導電性。 

  

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%B4%9A%E5%B0%81%E8%A3%9D
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第四章 實習空間介紹 

部門介紹 

這次實習所在之廠區為 ooo半導體中壢廠(組織架構如圖 0-1.組織架構圖)，最上面為廠

長然後 Bumping 中還有分成前端跟後端各自有 Production、PE、ME，而我們 IE 部門

則是前後端皆有負責。 

 

ME  

生產流程及技術改善、對異常分析及處理、自動化專案推動及製程規劃、損益評估/設

備規格制定/設備改造與優化、試產/客製化驗證、新產品新製程導入及追蹤。 

 

PE 

協助新產品開發生產驗證、產品效益評估和最佳製程評估建議、開發新製程或自行開

發新產品所需要的元件導入量產、分析及良率改善。 

 

PRODUCTION 

廠內專案執行、製程設備修繕與維護、設備清洗與驗證、其他製程相關測試規劃。 

 

IE 

投資評估、成本改善、各工站標準需求產能場域圖、產能作業效率分析、製程優化。 

 

圖 0-1.組織架構圖 
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那由於我們後端之廠區主要在 K 棟，那在其間也有在廠區協助繪製廠區圖(如圖 0-2.場

域圖)，會在第八章細講主要事項，對廠區的規劃作分析像是增設機台之位置，或是機

台大小和高度之量測。 

 

圖 0-2.場域圖 
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第五章 實習單位介紹 

IE 部門成員組織介紹 

IE 分成三個大類，分別是成本、產能跟效率。在部門中，1人負責成本，2人負責產

能，3人負責效率，而我所負責的就是效率這方面。 

其他人所負責的在前後端的製程都有，而我主要負責是後端 WLCSP 製程效率的部

分，像是動作分解、紀錄 UPH、推估稼動率等，進而改善產能。 

 

成本 

投資評估、成本改善。 

提升產能，分析 MES 報表訂定標準產出目標，對產線狀況做追蹤。 

產能 

各工站標準需求產能場域圖。 

熟悉廠區，評估增加機台可能性，以達增加每日產出，提升廠區的利用率，減少無謂

的空間浪費。 

效率 

產能作業效率分析、製程優化。 

刪減多於動作，減少機台停機時間，增加人負責機台之比例，就可以減少聘僱的人

員，減少人事成本，或是再增添新機台時不需再負擔額外的人事成本。 

 

 
圖 0-1.部門介紹圖 
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第六章 實習內容與進度 

每週學習概要(如表 0-1.每週細項)主要有三個階段: 

OFFLINE學習教材 

ONLINE 現場觀察及改善對策 

總結 

表 0-1.每週細項 

 

 

第一週學習總結 

主要學習教材，以一般通識和後端製程為主，分別看了 12份教材(如表 0-2.第一週學

習概要)熟悉工作內容。 

 

表 0-2.第一週學習概要 

 
 

一般通識學習了 Problem solving process、QC 7 Tools、5 WHY /FTA、OCAP 異常管制

計畫、SPC system 品質管制系統、ESD control 靜電防護規範(如表 0-3.一般通識總結)。 
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表 0-3.一般通識總結 

 
 

後端通識學習了各個站點機台主要負責的事項(如表 0-4.後端製程總結)、流程(如表 0-5.

後端製程流程)。 

表 0-4.後端製程總結 
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表 0-5.後端製程流程 

 

 

第二週學習總結 

主要開始觀測 PNP 的 MI40 機台之 UPH、觀察分解動作、人機比、稼動率分析(如表 

0-6.第二週學習概要)，主要內容會放在後面之第八、九章節。 

表 0-6.第二週學習概要 

 

 

第三週學習總結 

主要開始觀測 PNP 的 MI40 機台之 UPH、稼動率分析、人機比、觀察分解動作(如表 

0-7.第三週學習概要)，主要內容會放在後面之第八、九章節。 



   
 

21 
 

表 0-7.第三週學習概要 

 

 

第四週學習總結 

主要開始觀測 PNP 的 MI40 機台之 UPH、稼動率分析、觀察分解動作、場域圖 (如表 

0-8.第四週學習概要)，主要內容會放在後面之第八、九章節。 

表 0-8.第四週學習概要 

 

 

第五週學習總結 

主要開始觀測 PNP 的 MI40 機台之 UPH 量測、稼動率分析、BM/LG UPH 量測、場域

圖 (如表 0-9.第五週學習概要)，主要內容會放在後面之第八、九章節。 
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表 0-9.第五週學習概要 

 

 

第六週學習概要 

主要開始觀測 PNP 的 MI40 機台之 UPH 量測、稼動率分析、SAW 動作分解、BM/LG 

UPH 量測(如表 0-10.第六週學習概要)，主要內容會放在後面之第八、九章節。 

表 0-10.第六週學習概要 

 

 

第七週學習概要 

主要開始觀測 PNP 的 MI40 機台之 UPH 量測、稼動率分析、BM/LG UPH 量測、SAW

分析動作分解 (如表 0-11.第七週學習概要)，主要內容會放在後面之第八、九章節。 
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表 0-11.第七週學習概要 

 
 

第八週學習概要 

最後一週主要對實習所有專案(如:PNP 最大產出、人機比分析、設施規劃操作等等)做

分析，運用所學之手法提出改善建議(如:ECRS 手法、人員效率刪減)，並對所有數據

資料做收斂。 
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第七章 改善專案介紹 

專案分析(目的) 

產能需要做提升，所以需要透過 IE 的一些改善手法，來提生成本、產能、效率，像是

現場觀察量測、動作分解瓶頸站，搭配 ECRS 手法，達成改善產能的目標。 

預計流程圖主要如圖 0-1.目標流程圖，一開始主要以 Offline 學習為主，認識廠區製程。 

 
圖 0-1.目標流程圖 

 

人機比優化:機台型號&數量整理 

那在學習完教材之後，主要還是需要對產線的站點和機台、人員之間的動作等等，作

揖些基礎的認識。在每個站點觀察各自所主要運作的機台數，和當時班別所配置的作

業員人數，來算出該站的人機比。 

結論：1. Saw設備為全廠最多，因 UPH 最低，平均每片 0.5~1hr 

      2. PnP 因建廠十年有較早的機台，因此種類多 

           共有 11 種:MI20, MI30, MI40, MB10K, MB15K, Isort 8k, Isort Maxx 等 

 

表 0-1.人機比 

 

Online 學習/資料蒐集 

主管交辦後端製程的產能瓶頸站為 PnP 和 Saw(PNP:新機，SAW 機台數多)，為掌握

狀況進線後盤點生產設備，主要以這兩個站點為主作分析，重新定義最大產出(分析

UPH 和稼動率)，再分析動作效率刪減、人機比效率提升。 
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第八章 評估方式或數據分析 

在第七章有提到，需要對後端製程記錄量測跟動作分析 PNP/SAW，和每天的每小時產

出 UPH(Ballmount、Laser、PNP 為主)，進而去追蹤新進的機台是否趨近穩定。 

8.1 PNP 機台 UPH 分析 

影響最大產出的其中一項就是現場量測到 UPH，所以需要做分析產出較好機台為例。 

UPH 的目標以紅線做示意，可以看到有浮動為產出的料號不同，所以就有所不同。 

整理蒐集資料時，將預設目標相同的，以相同的直方圖顏色做顯示較好分析比較。 

EX:C**中有 C*35*27、 C*35*27* 、 C*46*05 、 C*35*92 、 C*35*91 。 

=>可以從圖中看出，較多的是紅色的 C**，黃色的 S**和綠色的 R**6680。 

 

 

圖 0-1.MI40 機台 7/15~8/24 人機比 

分析 

以 801,802,803,804,805,810 這六台來做分析: 

• C**為例，801,802,804,810 都有做這個料號，只有 801,802 有全部達標，其他都

是接近(如圖 0-2.C 客戶比較圖)。 
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圖 0-2.C 客戶比較圖 

• S**為例，803,805 都有做這個料號，但只有接近目標(如圖 0-3.S 客戶比較圖)。 

 

圖 0-3.S 客戶比較圖 

• R**6680 為例，801，805 都有做這個料號，只有 801 有全部達標(如圖 0-4.R 客

戶比較圖)。 
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圖 0-4.R 客戶比較圖 

以 C**(小 DIE) 和 S**(大 DIE)來做比較，UPH 不同主要是因 DIESIZE 不同，因為小

DIE 相對距離短換片次數較少，也就減少停機換捲之機會，達標的機台也就比較多。 

 

目標調降 

那以現場實看來看(如表 0-1.新設立目標)，設立的目標需要做調降(如表 0-1.新設立目標): 

 

表 0-1.新設立目標 

 
8.2 PNP 機台稼動率分析 

那從 MES 系統上可以蒐集報表上的機台數據，像是可以看到報表上有產出、當機、保

養、改機、待料等等數據。就可以將這些數據以天數為 X軸，產出為 Y軸的藍色區域

圖，當機為粉色直方圖，保養為黃色直方圖，改機為紫色直方圖，待料為綠色直方

圖，OEE 為橘色資料標記折線圖，COEE 為藍色資料標記折線圖，以一個機台做整理

(如圖 0-5.MES報表)再整理做比較和分析。 

 



   
 

28 
 

 
圖 0-5.MES 報表 

分析 

以圖 0-6.MES報表範例來分析，可以看到所有的機台當機和待料的比例都相當之高，以理

想值來說都應該趨近於零。 

 

圖 0-6.MES 報表範例 

 

為了要定義 PNP 最大產出，所以也需要先對稼動率作分析，所以以剛剛量測 UPH 產

出較高之機台做分析。可以看到會影響到產出的有四個因素:當機、待料、改機、保

養，而其中以當機和待料是最多，再看到平均(如圖 0-7.機台平均值)，那以各項最低值

當機 10%，待料 10%來做目標。 
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圖 0-7.機台平均值 

8.3 SAW OP 作業程序動作分解 

觀察從開始到一片結束，發現其中人員在上下料以外，除了機故很少需要人員操作，

所以改善人機比以上下料動作來分析(如表 0-2.SAW上下料動作分解)。 

公式:機台操作時間/人員操作時間=人機比。 

 

將秒數較長之動作做分解 : 

=>上料操作 

放儲料盒、氣槍清潔。 

=>上料檢驗 

登陸 OLP 系統 : AO 登陸，對路單上的機台資訊。 

確認電腦參數 : 確認機台上的電腦螢幕之參數是否正確，在片進入機台之後的狀況是

否有異常。 

刀片校正參數 : 調光和調基準線。 

=>下料檢驗 

確認綠單 : 須對路單上的資訊，和將機台的一些異常或是資訊紀錄在路單上。 

 

分析 

可以在表 0-2.SAW上下料動作分解看出，檢驗這項占了 10%左右，可見若是從檢驗提出改

善將可以提高機台操作之時間，下料檢驗 11%和延遲 3%所以綜合來說可以從檢驗和延

遲做改善。 
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表 0-2.SAW 上下料動作分解 

 

8.4 設施規劃機台操作空間分析/實際演練 

因為工廠需要增加新機台，需要事先規劃好位置，所以需要線上現場的布置圖，那主

要是畫現場機台的長寬跟各機台的間距(如圖 0-8.場域圖)，那也有一些配合工作所使用

的工具需要畫，如:料架、顯微鏡等等。 

 

在量測完可以藉由所繪製之布置圖，去做一些預設增加機台的分析，像是各站點可以

增加之機台數量，方便主管去做一些規劃和安排。含有因為有考慮到可能會遷移機

台，所以也有量測部分高度較高之機台來符合廠房之限制。 

 

空間分析 

現場量測走道落在 60~90 公分，那消防通道至少 120 公分要能讓兩個人通過寬度。 

分析:課本上動作機台與動作機台需間隔 42 吋(106.68 公分)，現場實看 60公分是可行

的作法，作業間距大於 40 公分可以讓一個人輕易通過的(如圖 0-9.人可行動寬度)。 
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圖 0-8.場域圖 

 
圖 0-9.人可行動寬度 

 

實際演練 

那在場區量測各站點機台與機台之間的距離，和一些工作桌和料架之間的距離，示意

圖如表 0-3.各站點機台示意圖，各站點的操作面和維修面不見得相同: 

 

PNP 
OP 在笑臉區換捲換片，ME 或廠商在紅十字區或笑臉區作維修或改機。 

 

BM 

OP 換錫球換儲料盒操作，ME 清理機台在同一面操作 

 

SAW 

OP 會在笑臉區域上料操作電腦，三角形區用氣槍噴清洗台，紅十字區換刀片。 

但可以從示意圖看出，皆是最少有 60 公分之間距。 
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表 0-3.各站點機台示意圖 

 

 

建議 

那在現場有觀察到料架都會堆置在走道或是機台左右，造成人通過的阻礙，是可以設

置料架的放置區域，才不會散落在走道中。 

SAW 區在現場觀測時，有一些待設置機台堆置在空閒處，應該盡早做處理。 
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第九章 改善手法或方法論 

對於機台提升效率而言，改善 UPH和人機比提升是在公司主要用到的手法，那我們可

以先了解標準跟實際上的差距，再以(1)GAP縮小及(2)能力提升，進而提出改善方案，

達到改善的目的。 

9.1 PNP 人員操作效率損失 

在 PNP 機台前，紀錄 OP 的動作和機台的動作(如表 0-1.PPI804一小時動作分解)，分析可

刪減之動作提升產能。 

紀錄 OP 動作時，主要有 4 個類別: 

換料、操作電腦(5S 或其他問題)、確認白綠單(蓋章確認)、確認良率，除機台操作

外，操作中的換料和檢驗較高。 

表 0-1.PPI804 一小時動作分解 

 

分析:  

可以看到(如)操作中的換料和檢驗，是在所有動作裡除了機台操作占比最高的兩項。 

所以如果要改善主要可以從這兩項下手(如表 0-2.PPI804 換料和檢驗 藍色框起動作)。 

換料:reel 捲盤、cover tape 黏合膠、carrier tape 捲帶、metal cassette 晶舟盒。 

檢驗:5個面是否有毀損無法辨識、口袋黏合後膠貼和狀態、吸嘴偏移需要確認 

人員動作。 
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表 0-2.PPI804 換料和檢驗 

 

改善方法 

(1) 換料後自行回傳資料至系統  137s 

可以看到在換料後，需要蓋章確認綠單，或是操作電腦確認機台狀態，若是可以改成

系統自行回傳狀況至系統，那就可以省去這個動作。 

 

(2)確認 5S 問題相同問題機台自行重複過去操作機台自動換片對位 391s 

在換片時，現場看是需要人做確認或是調整的，所以如果機台能自行對位，或是對位

更精準就可以不用手動操作，增加紅燈停機造成等待的浪費。 

在機台用吸嘴將 chip 吸起時，若是五個邊有對位異常或是汙損時，機台會閃紅燈示意

作業員處理，若是機台可以有處理記憶，就可以先自行判斷需要執行的操作，不用重

複去處理相同問題，因為一片裡可能有很多 chip 都有異常或是汙損。 
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(3)紅燈停機 154s 

在計算當機時間時，若能減少機等人的時間就可以增加打機台的時間。 

停機可能有兩個方向，一個是上述的紅燈停機，另一個是其他異常，像是取經片不

良、正面球損、字碼不清、放 die 不良或是有外物等等。 

那如果可以在一紅燈時人員立即到達處理，就不會有機等人的問題，但這是必須要增

加人事成本，所以還需要再做評估，或是換成調慢參數減少機故的發生，就需要再多

觀察。 

 

總結: 

上述的刪減動作預計可以刪減 682s。 

鑒於時間的考量，所以無法完整看到改善計畫實施，只能將建議提供給公司做參考。 

動作落差百分比=(全部作業時間-機台打 DIE時間)/全部作業時間 

              =(3596-2701)/3596=24.8%=>目標落差設定為 20% 
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9.2 定義 PNP 最大產出 

機台稼動率(COEE)=100%-(當機+待料)- (現場實看落差) 

一天最大產出目標=UPH*24hr*機台稼動率(COEE) 

 

由於影響到產出的最主要兩項為 UPH(8.1章節)和機台稼動率(8.2 章節)，所以主要才

需要對這兩項做動作分解，那可以從第八章得知 UPH 實際量測接近值為 18、20、25，

機台稼動率為當機 10%待料 10%。 

 

(1)依照其他舊型機台，系統自行有原始設立目標(20、24、27)，以當機時間 10%待料

10%來套入公式，預設合理標準產出為 384K、460K、518K (一天產出)。 

=>能看到達成的只有 801 這台，代表標準設立錯誤，大多機台都達成不了，那設立的

標準錯誤。 

 

(2)依據實際觀察的數值設置不同目標(18、20、25)，以當機時間 10%待料 10%來套入公

式，預設合理每日標準產出為 346K、384K、480K， 

=>只有 801、802、805 有達成，還需要再改標準。 

 

(3)同目標(18、20、25)當機時間 10%待料 10%，再扣掉現場實看落差 20%，預設合理

每日標準產出為 259K、288K、360K， 

=>全部機台部分達成，最高的 801 有半數達成，所以可以以此做機台產出目標。 

 

結論 

從表 0-3.目標達成率整合表可以看出第三個推測較合理，較可以以現況和實際狀況整合設

立較合適之新目標，而實施面因為時間不足所以已有回報給主管，後續將由主管分派

給組員成立改善小組，與相關部門開會協議。 
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表 0-3.目標達成率整合表 

 

9.3 SAW 人機比改善對策(ECRS) 

在 8.2章節有提到可以從檢驗和延遲下手。 

表 0-4. SAW 上下料動作分解 

 

那依據這幾個動作，利用 ECRS 手法分別提出了一些理想化之改善對策如下 : 

合併:校正參數跟機台對位同時進行(以綠色標記，如表 0-5.合併) 。。 
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表 0-5.合併 

 

刪減/簡化:所有資訊整合成條碼(以紫色標記，如表 0-6.刪減/簡化) 。 

表 0-6.刪減/簡化 

 

調整:確認參數自行重複過去操作(以黃色標記，如表 0-7.調整)。 
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表 0-7.調整 

 

結果: 

若是將 ECRS 套用想像，8/21 這比上料的機台若都將動作縮減到一分鐘，人機比

7=>12，可以從表 0-1.人機比看出現場人員為 9 人總機台數為 72，若是理想化能實現，

將可以從原本的 9 人縮減至 6 人。 

下料 8/12WSD048:若都將動作縮減到一分鐘，機等人縮減至一分鐘，人機比 6=>16，

可以從表 0-1.人機比看出現場人員為 9 人總機台數為 72，若是理想化能實現，將可以從

原本的 9 人縮減至 5 人。 

表 0-8.人機比 
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第十章 結論 

先是對教材寫出結論，再來就到現場量測觀察機台產出，分析現場實際狀況和理想狀

況之間的落差。 

在教材中的製程(如表 0-1.學習教材整合)，多半是一些製成前與製程後的注意事項，如

果是新人要透過教材去學習製程，還是要以實際產線上的狀況為主。 

 

表 0-1.學習教材整合 

 

 

產能需要提升，所以對瓶頸站做人機比優化。 

PNP 站點需要對產出重新做設定，則需要在現場按碼錶紀錄 UPH 紀錄動作等等，再回

來分析時間較長之動作，看能不能有方法去減少人員所需要做的動作，進而達到改善

的目的(如表 0-2. PNP 人員操作效率損失)。在按碼表時想起了之前工作研究和生管實驗

中，做的實驗就有做過所以到產線時反而有印象該怎麼按碼錶，最後是因為怕來不及

紀錄動作，所以只用眼睛來看動作開始和結尾之時間，回來再將每個動作經由時間線

推回。 
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表 0-2. PNP 人員操作效率損失 

 

 

而記錄 UPH時(如圖 0-1.紀錄 UPH)，也有記得老師說至少要觀看一分鐘以上才較準確，

現場證實因為好壞 DIE 的影響，所以並不是一有變動便將數字記錄下來，那對於紀錄

之數據將會不準確。 

SAW 動作分解也要觀察 OP 的動作，也要對製程有一定的了解，否則對動作會混淆如

果沒有對 OP 做詢問的話，只會覺得他們是在作重工的動作。 

 

 

圖 0-1.紀錄 UPH 

 

分析也不只是提出看到的，而是需要將看到的問題提出相對應的改善策略，將可以減

少的損失做統整，主管才好去和其他部們開效率會議，對可以改善之處做處理。 

畫場域圖效率分配一個廠區可能可以分配成四個(如圖 0-2.設施規劃範例圖)，分區塊地去

完成將會提升做事的效率，所以到工廠做事需要有方法。 
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圖 0-2.設施規劃範例圖 

分析問題的方法: 

 分析機台 UPH 和稼動率，最大化機台產能 

 分析人員作業步驟，找出效率不彰情形，進行改善 

 場域圖有效規劃，增加生產坪效 

心得 

一開始的戰戰兢兢到漸漸敢去抒發自己的想法，也慢慢的有進步成長的成就感。 

兩個月學到很多關於工廠的語言，學到很多對事情處理的方法察覺到自己還有很多不

足的地方，會利用在學校的一年將不足的地方學習及改進。 

分析結果已回報給主管，未來會成立專案小組做改善計畫， 

未來也期許畢業後能以前輩們為目標，繼續往前邁進成為專業的 IE 工程師。 

建議 

在教材中的製程，多半是一些製成前與製程後的注意事項，如果是要學習以實際產線

上的狀況為主較好，多看多問線上的人員將會得到收穫。 
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第十一章 參考資料 

第一章到第三章 

https://ase.aseglobal.com/ch/about 

https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89%E5%8D%8A%E5

%B0%8E%E9%AB%94 

 

圖 2-5. ooo地理位置 

https://www.bing.com/maps?q=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%

E5%85%89&form=EDNTHT&refig=4985368aac8a440caff69f1e884daaab&mkt=zh-

tw&msnews=1&sp=-

1&pq=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&sc=8-

5&qs=n&sk=&cvid=4985368aac8a440caff69f1e884daaab 

 

其他數據資料來瑜於現場實看，及 ooo的內部 MES 報表系統。 

 

  

https://ase.aseglobal.com/ch/about
https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94
https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94
https://www.bing.com/maps?q=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&form=EDNTHT&refig=4985368aac8a440caff69f1e884daaab&mkt=zh-tw&msnews=1&sp=-1&pq=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&sc=8-5&qs=n&sk=&cvid=4985368aac8a440caff69f1e884daaab
https://www.bing.com/maps?q=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&form=EDNTHT&refig=4985368aac8a440caff69f1e884daaab&mkt=zh-tw&msnews=1&sp=-1&pq=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&sc=8-5&qs=n&sk=&cvid=4985368aac8a440caff69f1e884daaab
https://www.bing.com/maps?q=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&form=EDNTHT&refig=4985368aac8a440caff69f1e884daaab&mkt=zh-tw&msnews=1&sp=-1&pq=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&sc=8-5&qs=n&sk=&cvid=4985368aac8a440caff69f1e884daaab
https://www.bing.com/maps?q=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&form=EDNTHT&refig=4985368aac8a440caff69f1e884daaab&mkt=zh-tw&msnews=1&sp=-1&pq=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&sc=8-5&qs=n&sk=&cvid=4985368aac8a440caff69f1e884daaab
https://www.bing.com/maps?q=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&form=EDNTHT&refig=4985368aac8a440caff69f1e884daaab&mkt=zh-tw&msnews=1&sp=-1&pq=%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%85%89&sc=8-5&qs=n&sk=&cvid=4985368aac8a440caff69f1e884daaab
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